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1.1 Zakres Niniejszy standard jest zbiorem wymagań dotyczących wizualnej jakościowej dopuszczalności zespołów
elektronicznych. Niniejszy standard nie dostarcza kryteriów dla oceny próbek zgładu.

Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczące dopuszczalności wytwarzania zespołów elektrycznych i elektronicznych.
Historycznie rzecz ujmując, standardy dotyczące zespołów elektronicznych zawierały bardziej wyczerpujące zasady i techniki
dotyczące nauczania. W celu dokładniejszego zrozumienia zaleceń i wymagań zawartych w niniejszym dokumencie, można
stosować go wraz z IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 i IPC J-STD-001.

Celem tego dokumentu nie jest zdefiniowanie procesów montażu jak również nie jest nim autoryzacja naprawy/modyfikacji
lub zmian produktu klienta. Na przykład, informacje zawarte w tym dokumencie dotyczące klejów łączących komponenty nie
są równoznaczne z wymogiem ich stosowania, jak również wyprowadzenie owinięte zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara dookoła zakończenia nie oznacza, że wszystkie wyprowadzenia/przewody powinny być owinięte zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara.

Użytkownicy niniejszego standardu powinni znać stosowne wymagania tego dokumentu oraz powinni wiedzieć jak je
zastosować.

Obiektywny dowód prezentujący znajomość niniejszego dokumentu powinien być zachowany. Gdy dowód nie jest możliwy
do zaprezentowania, organizacja powinna rozważyć okresowe weryfikowanie umiejętności personelu w celu stwierdzenia
właściwego stosowania kryteriów zawartych w standardzie.

IPC-A-610 określa kryteria wykraczające poza zakres IPC J-STD-001 definiujący wymagania dotyczące obsługiwania,
wymagania mechaniczne oraz wymagania dotyczące wykonania. Tabela 1-1 jest zestawieniem powiązanych dokumentów.

Tabela 1-1 Zestawienie Dokumentów Powiązanych

Cel Dokumentu Nr Specyfikacji Definicja
Standard
Projektowy

IPC-2220 (Seria)
IPC-7351
IPC-CM-C770

Wymagania konstrukcyjne odzwierciedlające trzy poziomy złożoności (Poziomy A, B i C)
wskazujące bardziej precyzyjne geometrie, większe zagęszczenie, więcej kroków procesu
do wytworzenia produktu.
Wskazówki Dotyczące Procesu Związanego z Komponentem i Montażem wspomagające
projektowanie płytki oraz zespołu, gdzie procesy płytki koncentrują się na wzorach pól
lutowniczych dla montażu powierzchniowego, a montaż koncentruje się na zasadach
dotyczących montażu powierzchniowego oraz montażu przez otwór, które są zwykle
wprowadzane do procesu projektowania i dokumentacji.

Wymagania dla
PCB

IPC-6010 (seria)
IPC-A-600

Wymagania i dokumentacja dopuszczenia dla sztywnych, sztywno-elastycznych,
elastycznych oraz innych typów materiałów podłoża.

Dokumentacja
Końcowego
Produktu

IPC-D-325 Dokumentacja obrazująca wymagania dotyczące płytki oraz gotowego produktu, stworzone
przez klienta lub wymagania dotyczące montażu końcowego produktu. Szczegóły mogą,
ale nie muszą odnosić się do specyfikacji przemysłowych czy standardów jakościowych, jak
również własnych preferencji klientów lub wymagań dotyczących standardów wewnętrznych

Standardy
Końcowego
Produktu

J-STD-001 Wymagania dotyczące lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych opisujące
minimalne dopuszczalne charakterystyki produktu końcowego jak również metody oceny
(metody testów), częstotliwości testowania i odpowiednie wymagania dotyczące kontroli
procesu.

Standard
Dopuszczalności

IPC-A-610 Poglądowy, interpretacyjny dokument, wskazujący różne charakterystyki płytki i/lub
zespołu, dotyczące stanów docelowych, które wykraczają poza minimalne, dopuszczalne
charakterystyki, wskazywane przez standardowe parametry końcowego produktu oraz
odzwierciedlają różne niezgodne stany (wskaźnik procesu lub wada), aby wspomóc
procesy oceniania i właściwego reagowania.

Programy
Szkoleń
(Opcjonalny)

Udokumentowane wymagania szkoleniowe dotyczące nauczania i uczenia się procedur i
technik produkcyjnych w celu wdrażania wymagań dotyczących dopuszczenia standardów
końcowego produktu, standardów dopuszczania lub wymagań szczegółowo wymienionych
w dokumentacji klienta.

Modyfikacja i
Naprawa

IPC-7711/7721 Dokumentacja dostarczająca procedury w celu nałożenia warstwy pokrywającej oraz
usunięcia i wymiany komponentu, naprawy warstwy ochronnej płytki (solder maski) oraz
modyfikacji/naprawy laminatu, przewodników oraz platerowanych otworów.
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